1. Входной контроль диэлектрика

Описание этапа:
На этом этапе проверяется качество заготовки (фольгированного диэлектрика), а именно: однородность, отсутствие перекалов и сколов, равномерный цвет и др.

2. Раскрой материала

[image: image13.bmp]
Групповая заготовка ПП
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Единичная заготовка ПП
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Вид заготовки (фольгированного диэлектрика) в разрезе

3. Получение заготовок и фиксирующих (базовых) отверстий
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Базовые отверстия на заготовке

4. Подготовка поверхности заготовки

Описание этапа:
Основной целью является удаление заусенцев, смолы и механических частиц из отверстий, получение необходимой шероховатости поверхности, активирование поверхности перед химическим меднением, удаление оксидов, масляных пятен, пыли, грязи.

Способы выполнения:

механическая обработка дисковыми щетками

щеточная или струйная обработка образивами

химическая подготовка

электрохимическая обработка

плазмохимическое травление

5. Получение защитного рельефа

Подготовительные этапы:

Изготовление трафаретов для сеткографии

Изготовление офсетной формы

Возможные способы получения:

Фотохимический способ

Сеткография

Офсетная печать
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Защитный рельеф на заготовке

6. Сушка

Возможные способы получения:

Ультрафиолетовая сушка

Термическая сушка

7. Травление  меди с пробельных мест

Описание этапа:

на этом этапе происходит химический процесс удаления меди с незащищенных резистом участков. Результатом выполнения этой операции является рисунок печатных элементов, точность выполнения которых влияет на электрические характеристики ПП. Брак на этом этапе является необратимым.
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Заготовка после травления меди с пробельных мест

8. Удаление защитного рельефа
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Заготовка после удаления защитного рельефа

9. Получение монтажных отверстий

Возможные способы получения:

Штамповка

Сверление
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Заготовка после получения монтажных отверстий

10. Нанесение защитной паяльной маски

Подготовительный этап: 

Изготовление трафаретов

Возможные способы получения:

Сеткография
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Заготовка после нанесения защитной паяльной маски

11. Сушка

Возможные способы получения: 

Ультрафиолетовая

Термическая

12. Лужение


[image: image10]
Заготовка после лужения

13. Отмывка от флюса

Описание этапа:
На этом этапе ПП отмывают от остатков флюса различными химическими растворителями.

14. Маркировка

Подготовительный этап:

Изготовление трафарета

Возможные способы получения:

Сеткография

Каплеструйный метод

15. Контроль электрических параметров

Описание этапа:
На этом этапе проверяется целостность проводников, устанавливается наличие коротких замыканий между проводниками, проверяется качество изоляции.

16. Вырубка по контуру и получение крепежных отверстий

Возможный способ получения:

Штамповка

ПП





Технологическое поле





Базовые отверстия
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